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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1、 标记:顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，加周期

2.序列号：1)序列号不允许断号和重号 
2) 序列号中包含有供应商编代码，我司在客户端的供应商代码为“2”
例如：客户板卡型号： C06001721  
当从第一块开始做起，编码为 C06001721201： 此编码 201 中的数字 2 代表我们在客户处的供应商代码，此数字固定不变，流水号从 01 开始，当做到第 99 块是，编码为： C06001721 299 ，当做到 100 块时，序列号 顺延为 C06001721 2100 ，增加一位数字顺延。
3）由于序列号均是连号，因此序列号可以正常顺延上一批的序列号，即当前批次序列号的起始号为上一批的起始号加上上一批次的交货数量，例如上一批次的序列号是从101开始，上一批交货4块，则当前批次需从105开始印
3.孔
1）孔径公差见下表

	类型/孔径                 
	  PTH
	NPTH

	0-0.3mm       
	+0.08mm/-∞
	±0.05mm

	0.31-0.8mm           
	±0.08mm 
	±0.05mm

	0.81-1.60mm       
	±0.1mm
	±0.08mm

	1.61-2.5mm        
	±0.15mm
	+0.1mm/-0

	2.5-6.3mm          
	±0.3mm
	+0.3mm/-0


2）孔铜厚度：通孔最小孔铜厚度18μm，平均孔铜厚度25μm

4.焊盘

SMT焊盘公差：焊盘≤12mil时公差+/-1.5mil，焊盘＞12mil时公差+/-10% 。

5.表面处理：1）无要求时，表面处理默认为喷锡（HASL）
2）水金厚度（焊接用）：0.025~0.075μm

3）喷锡锡厚：2-40μm

             4）金手指金厚：最小0.8μm，镍厚最小2.5μm

6.外形

铣外形：长宽＜100mm公差±0.2mm；
长宽≤300mm公差±0.25mm;

长宽＞300mm公差±0.3mm

铣槽公差：±0.13mm；

7.阻抗

阻抗公差：要求阻抗>50时公差为±10%；<50时公差为±5

8.翘曲度

1）板材为FR4时，对普通SMT板≤0.7%，对特殊SMT板≤0.5%（客户会在订单备注特殊SMT）（①.理论翘曲≤0.1%的板可以直接制作②.理论翘曲＞0.1%的板，按软件建议值与客户建议翘曲)，对非SMT板≤1.0%； 

2）板材为高频材料时，对SMT板≤1.0%，对非SMT板≤1.5%。

预审部分： 
1.叠构

1）.PCB板若要求单端阻抗控制而未说明要求值则默认为50Ω，若要求差分阻抗控制而未说明要求值则默认为100Ω。如果客户提供的层叠方案不能满足阻抗要求时，可自行在以下范围内调整：介质厚度调整+2mil，线宽调整+1mil，但需满足相关UL安规要求。超出以上范围，需提EQ与客户确认；

2） 多层板的层间介质厚度、各层完成后铜箔厚度，如无特殊注明，则按我司的生产工艺要求自行安排；

3） 排层结构中，各层的标示名称应与设计文件各层名称一一对应；

2.线路

1)多层板内层铜面离板边距离<15mil时，允许刮铜离边15mil；如果刮铜会造成内层线减细或断线时，需要与客户EQ确认处理；

2）对于线路上的一些断开的线头，需与客户EQ确认处理方式
3）添加、删除线段和功能焊盘，需与客户EQ确认

3.阻焊

1） 如果文件中SMD焊盘间距小于8mil又要求有绿油桥时需与客户EQ确认
2） 阻焊入孔：阻焊入SMT板过孔（非盖、塞孔）未超过过孔总数的5%;

4.字符

1）字符有重叠时，少量则允许移位；多则与客户确认
2）若有字符高度不足30mil，少量则允许修改，多则与客户确认。

5.孔、外形

1） 允许对元件孔孔径进行适量调整，但须与客户EQ确认。

2）如客户提供的图纸标注的外型尺寸与设计文件不一致时，需与客户EQ确认；对于指向不明的外型尺寸可不予理会，无须确认。

3)修改线宽、孔径（除过孔外），需与客户EQ确认。

4)修改外型尺寸，需与客户EQ确认
6.其他

1)发现客户的设计存在缺陷时，需与客户EQ确认；
2）当图纸的数据与设计文件不同时，需要与客户EQ确认
CAM部分： 
1.线路、焊盘

1）内层孤立焊盘（即非功能焊盘）直接删除，无需确认。

2）若外层线路铜离板边距离<8mil时，则允许刮铜离边8mil，如须做V-CUT而铜离V-CUT线距离<20mil时，则允许刮铜离V-CUT线20mil。
3)NPTH孔对应线路层上的焊盘均可删除，如NPTH孔落在大铜皮上，则允许掏铜单边7mil按不露铜制作。
4)NPTH孔到线路的距离小于9mil时需移线或削铜保证9mil的距离，我司能力满足客户设计要求时，可不削铜。
5)PTH孔的焊盘与孔径等大时，可按负焊环制作，无须加大焊盘。

6)焊盘与导线的连接面积太小时，允许在接触部分增加泪滴。（客户会设计泪滴，若客户没有设计泪滴，但我司觉得需要加泪滴才能满足孔环要求时，添加泪滴需与客户确认）
7)对线路层上尺寸为0的元素，若此元素为丝印框或者长度＞15mil的导线则默认修改为5mil，若为孤立的焊盘或者长度≤15mil的导线，默认修改到8mil制作。

8)网格间距小于6mil（对应基铜厚度为18µm或35µm，基铜为70µm时网格间距最小为8mil）时，允许修改为大面积填实铜皮或改小网格线宽以达到间距要求。

2.阻焊
1）若Mark点焊盘开窗露线，则允许切除上线部分开窗，以保证导线不露铜；若反光点焊盘开窗露铜皮，则允许刮掉铜皮。若NPTH孔阻焊开窗露线或露铜皮，则允许切除上线或铜皮部分开窗，以保证导线或铜皮不露铜。
2）文件中有绿油上元件焊盘时，允许修改阻焊窗，保证绿油不上元件焊盘。

3）若金手指单个开窗，则可修改为开满窗；距金手指顶端0.5mm范围内的过孔作盖绿油处理。

4）对于无BGA的板，过孔的阻焊开窗按设计文件制作。

5）对于有BGA的板,距BGA器件1mm范围内的元件面过孔作塞孔处理,若焊接层过孔有阻焊开窗，则元件面（有BGA焊盘面）绿油塞孔，焊接面（无BGA焊盘面）按原文件制作，其余过孔按设计文件制作; 

6）GERBER文件中SMD焊盘间距≥8mil时（含8mil），需做绿油桥，若SMD焊盘之间间距小于8mil时，则一律开整窗。
7）对于客户提供的其他格式设计文件，过孔的判断依据设计系统的默认属性----via。

8）BGA以及SMT等贴装焊盘中过孔塞孔孔边渗油可接收。
9）塞孔要求：盘中孔塞孔凸起≤25μm（阻焊塞孔备注）

3.字符
1）板外的字符一律做删除处理。

2）允许字符上过孔焊盘，如有字符入孔且数量较多时，与客户确认。

3）字符不允许上元件孔焊盘和SMT，允许移字符、刮字符。

4）若有字符在大的喷锡面上，则按GERBER文件制作，允许字符上喷锡面。

5）允许将字符线宽不足5mil允许改为5mil。

6）字符边缘设计距线路焊盘不足8mil时允许字符缺损。

4.孔、外形
1） 文件中孔径未特殊注明时一律视为成品孔径。

2） 若没有注明孔是否金属化，线路焊盘与孔等大，且无电气连接性能的孔直接按NPTH处理。

3） 若有重孔时，直接删除其中重叠的小孔。

4）对于需V-CUT的板，若无注明，须我司协助添加的，需保留原板卡尺寸完整，V-CUT角度300处理。V-CUT板厚设计在0.8mm ～2.5mm范围内，板厚≤1.6mm时,筋厚按0.4+0.15mm控制；板厚>1.6mm时, 筋厚按0.5+0.15mm控制; V-CUT线的垂直边最大尺寸不应超过16″.
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5） 对于桥连的板，桥宽、桥连位置若无注明，则按桥宽1.6mm处理，每3″单位设计2个桥连。如下图：
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6） 对邮票孔的板，若无注明，则按孔径1.0mm，相邻孔中心距1.25mm，一组5个孔来处理。

7）外形的内角允许有直径为0.80mm以上的弧度。

8）无要求时，金手指倒角深度0.50mm,角度取45°
5.电测

电测电压：40V~250V

电测章：电测后需要加盖电测章

